點字方磁性機構之熱破壞分析 Heat Failure Analysis of Braille Display Cell

本研究針對盲用點字顯示器點字方之點字機構可能產生之熱破壞進行分析。新型點字機構包含觸動及磁性機構兩部份。於生產組裝過錫製程中常發現磁性機構之線圈漆包線捻線與線圈座端腳接連處因溫度過高產生熱破壞。研究中針對此熱破壞分別探討滲錫深度、漆包線捻線股數及捻線與線圈座端腳連接之影響。研究採ANSYS有限元素法（FEM）軟體進行熱傳和熱應力影響模擬；先由線圈漆包線、捻線和端腳連接起始執行一維簡易熱傳、一維線型及三維線型FEM分析；進而嵌上不同的固定框架進行整體磁性機構的三維實體分析。分析結果顯示點字機構採五股捻線較佳，其溫度和應力皆可符合設計需求。
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